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Abstract (en)
[origin: US4796501A] In an apparatus for punching out a part from a workpiece or blank, particularly for punching out a segment from a photograph,
for the engagement of the workpiece a punching table is arranged under a punching plate which can be rotated away and lowered in direction x, a
punching pattern being placed on the workpiece.

Abstract (de)
Bei einer Vorrichtung zum Ausstanzen eines Stanzteils aus einem Werkstlck, insbesondere zum Ausstanzen eines Foroausschnittes aus einer
Fotografie, ist zum Auflegen des Werkstlickes ein Stanztisch (1) unter einer wegdrehbaren und in Richtung (x) absenkbaren Stanzplatte (3)
angeordnet, wobei auf dem Werkstiick eine Stanzschablone (2) aufgesetzt ist.
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